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本系列的第一部分如何进行电源设计 – 第 1 部分 描述了拥有良好的规格对于正确设计电源有多么重要。本应用

简报概述了哪些规格参数（请参阅图 1）会影响特定拓扑的决策。
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图 1. 可能影响特定拓扑决策的规格参数

当应用不需要在输入和输出之间使用隔离栅时，VIN 和 VOUT 之间的比率、输入和输出电压的纹波要求以及最大输

出功率通常决定了要选择的拓扑。降压、升压、降压/升压、单端初级电感转换器 (SEPIC) 和 Zeta 是功率范围高

达 250W 的常见非隔离式电源拓扑。降压转换器可降低输入电压，升压转换器可升高输入电压。降压/升压、

SEPIC 和 Zeta 的输入电压可以等于、小于或大于其输出电压。如果设计中的输入电压与输出电压具有不同的符

号，请选择反相降压/升压或 Ćuk 转换器。对于这两种拓扑，输入电压的绝对值可以等于、小于或大于输出电压的

绝对值。
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表 1 列出了输入电压和输出电压与所述非隔离式拓扑的典型功率范围之间的关系。如果应用所需的输出功率超过

表 1 中所示的限值，则可以并行使用两个或更多个交错式转换器级，或使用隔离式拓扑（请参阅表 2），因为这

些已经打算用于更高功率级别。

表 1. 非隔离式拓扑概述
拓扑 输入电压和输出电压之间的关系 典型输出功率限制

降压 VIN ≥ VOUT 100W

升压 VIN ≤ VOUT 100W

降压/升压 VIN ≤ VOUT 和 VIN ≥ VOUT 100W（两个开关），
250W（四个开关）

SEPIC VIN ≤ VOUT 和 VIN ≥ VOUT 50W

Zeta VIN ≤ VOUT 和 VIN ≥ VOUT 50W

反相降压/升压 |VIN| ≤ |VOUT| 和 |VIN| ≥ |VOUT| 100W

Ćuk |VIN| ≤ |VOUT| 和 |VIN| ≥ |VOUT| 50W

隔离式拓扑可以升高或降低输入电压。输出电压可以是正电压，也可以是负电压。通过添加额外的变压器绕组，
也有可能产生不止一个输出电压。反激式、正激式、推挽式、半桥和全桥转换器是常见的隔离式拓扑。尽可能降
低这些拓扑的损耗的常见方法是让转换器在谐振或准谐振模式下运行。谐振转换器利用零电压开关 (ZVS) 或零电

流开关 (ZCS)。示例包括准谐振反激式、有源钳位反激式或正激式、电感器-电感器-转换器 (LLC) 半桥和全桥以及

相移全桥。表 2 展示了不同隔离式拓扑的功率范围。

表 2. 隔离式拓扑概述
拓扑 输入电压和输出电压之间的关系 典型输出功率限制

Fly-buck VIN ≥ VOUT, pri， 10W

反激式 VIN ≤ |VOUT| 和 VIN ≥ |VOUT| 150W

正激 VIN ≤ |VOUT| 和 VIN ≥ |VOUT| 250W

推挽 VIN ≤ |VOUT| 和 VIN ≥ |VOUT| 500W

半桥 VIN ≤ |VOUT| 和 VIN ≥ |VOUT| 500W

全桥 VIN ≤ |VOUT| 和 VIN ≥ |VOUT| > 500W

如果转换器的输出端可能发生非常彻底的负载瞬变，请务必要了解，在连续导通模式下运行的反激式拓扑不可能

具有良好的动态行为。这是因为转换器传递函数中的右半平面零点 (RHPZ) 通常会将此类转换器的带宽限制为低

于 5kHz 的频率。隔离式拓扑的输出电压反馈路径通常需要光电隔离器的带宽，这可能是瞬态响应行为的另一个缺

点。如果电源确实需要非常好的瞬态响应行为，但您必须使用与降压转换器不同的拓扑，那么最好使用双级方

法。另一种选择是将控制器放置在电源的次级侧。

降压、升压、SEPIC 和反激式拓扑可用作功率因数校正 (PFC) 电路。常见的选择是 PFC 升压。

本系列的第 3 部分 介绍了降压、升压和降压/升压转换器。

附加资源

• 使用 Power Stage Designer 设计您的功率级。

• 下载电源拓扑手册 和电源拓扑快速参考指南。
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